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OPTYMALIZACJA DOKUMENTACJI

Pierwszym etapem realizacji zamowienia jest przygotowanie
dokumentacji produkcyjnej obwodu drukowanego. Precyzyjna

ijasna dokumentacja gwarantuje otrzymanie obwodow zgodnych

z zatozeniami konstrukcyjnymi, a kazda niescistos¢ powoduje
wydtuzenie czasu przygotowania obwodow do produkcji. Wyjasnianie
watpliwosci wymaga bowiem dodatkowych konsultacji, zaréwno po
stronie wykonawcy, jak i klienta.

Formaty plikow

Parametry DRC

Przygotowanie obrysu oraz warstw opisowych

Obrobka mechaniczna

Przygotowanie i nazewnictwo plikow warstw
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Formaty plikow

Format Gerber jest
standardem dokumentacji
produkcyjnej obwodow
drukowanych.

Umozliwia on wektorowy
zapis obrazu warstw
projektu: mozaik, masek,
opisoOw.

Wystepuje

w dwoch wersjach:
starsza Standard Gerber
(RS-274D oraz
wspotczesna

Extended Gerber
(RS-274X/ RS-274X2).

Do zapisu parametréw obrobki mechanicznej
(wiercenie, frezowanie) najczesciej wykorzystuje sie
format Excellon, w wersji 2.
Kompletny program dla operacji wiercenia lub
frezowania CNC powinien zawierad:
definicje srednic uzytych narzedzi,
informacje o formacie zapisu wspoétrzednych,
informacje o uzytych jednostkach miary.

Najpopularniejsze oprogramowanie CAD PCB
(Altium Designer, Eagle, Protel) umozliwia eksport

dokumentacji projektow do formatow Gerber i Excellon.

Wiekszos¢ producentéw PCB preferuje formaty:
Gerber RS-274X/ RS-274X2,
Excellon2,
RS-274D,
Dynamic Process Format *.dpf,
GraphiCode GWK,
ODB++,
BRD (Eagle).

Cechy poprawnie przygotowanej
dokumentacji

Prawidtowo przygotowane projekty to takie, w ktorych
zawarte informacje sg jednoznaczne oraz zgodne
z mozliwos$ciami technologicznymi producenta PCB.
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Obszary niespetniajace dopuszczalnych parametrow DRC

Przekroczenie dopuszczalnych parametrow DRC
(ang. Design Rule Check) to btad projektowy mogacy
uniemozliwi¢ wykonanie obwodu. Determinujg one
mozliwosci technologiczne producenta w zakresie
minimalnych dopuszczalnych szerokosci elementow
mozaiki (Sciezek, napisow), odlegtosci pomiedzy nimi
oraz rozmiarow pierscieni otaczajgcych otwory.

Wiekszos¢ programow CAD PCB umozliwia
konfigurowanie i przestrzeganie regut DRC, tak by
opracowywany projekt byt zgodny z mozliwosciami
producenta.

Podczas projektowania mozaiki nalezy pamietac, ze

w procesie produkcyjnym szczegolnie niebezpieczne
sg waskie wciecia na powierzchni mozaik. Obszary
takie powinny by¢ wypetniane, poniewaz zasada
minimalnych dopuszczalnych odlegtosci dotyczy takze
elementéw mozaiki nalezacych do tej samej sieci.
Parametry DRC dotyczg rowniez napiséw
umieszczanych na warstwach miedzi. Zbyt mate

znaki mogg zostac strawione i ostatecznie okazac sie
nieczytelne.
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Obrys obwodu powinien by¢ umieszczany na osobnej
warstwie, w formie zamknietego konturu oraz bez
offsetow wzgledem pozostatych warstw.

Powinien on zawierac ksztatty i potozenie wszystkich

wyciec oraz szczelin, ktore nalezy wykonac¢ w obwodzie.

Na warstwie obrysowej mozna umieszczac
wymiarowanie obwodu tgcznie z jego tolerancjg, o ile
rozni sie ona od typowej tolerancji producenta.
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Warstwy opisowe

Dla zapewnia dobrej
czytelnosci opisow
konieczne jest zachowanie
odpowiedniej wielkosci
znakow oraz grubosci

linii opisowe;.

Optymalna wysokosc
znakow to co najmniej
Tmm, a minimalna grubos¢
linii opisowej to O, mm.

W przypadku opiséw wykonanych nieproporcjonalnie
grubg linig w stosunku do wysokosci znakow,
zmniejszenie grubosci linii opisowej powoduje poprawe
czytelnoscii przejrzystosc napiséw. Producenci PCB
domyslnie usuwajg opis z padow oraz innych obszarow
obwodow niepokrytych maska, poniewaz farba na
elementach lutowanych uniemozliwia prawidtowy
montaz obwodu. Aby zredukowac ubytki opisu
spowodowanego przycieciem, projektant nie powinien
umieszczac oznaczen na punktach lutowniczych oraz
otworach oraz zachowa¢ minimum O,1 mm odlegtosci
linii opisowych od padow odstonietych na masce
antylutowniczej oraz otwordw.

Grubos¢ linii opisowej,
a jakosc opisu:

a) opis linig 0,25 mm,
b) opis linig 0,1 mm,

c) widok opisu przycietego przez
pad SMD
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Obrobka mechaniczna

W projekcie obwodu drukowanego wszystkie otwory oraz szczeliny
mogg zostac umieszczone w jednym programie wiercen. Istotne jest
jednak jednoznaczne oznaczenie ich typdw np. przez opisanie za pomocg
komentarzy w programie wiercenia lub w dodatkowym dokumencie.

Zaleca sie jednak aby podzielic otwory oraz szczeliny na osobne,
odpowiednio nazwane programy wiercen. Dobrg praktyka jest rowniez
dostarczanie mapy wiercen na oddzielnej warstwie projektu.

Warto pamietac, ze:
podane $rednice sg traktowane jako docelowe, o ile

w dokumentacji nie zostato wskazane inaczej,

reem + w przypadku slepych oraz zagrzebanych przelotek
ich programy wiercen nalezy umieszcza¢ w osobnych

plikach, odrebnie dla kazdej gtebokosci. Niezbedne jest

ponadto bezposrednie wskazanie, ktére warstwy majg
zostac potaczone.

nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ mozaik od
krawedzi obwodu oraz wycie¢ na ptycie, poniewaz
obrébka mechaniczna wykonywana jest z okreslong
tolerancjg. W ten sposob mozna unikngc uszkodzenia
elementow mozaik, ktore znajdujg sie zbyt blisko
krawedzi obwodu oraz ewentualnych przebic¢ pomiedzy
warstwami.

obszary frezowane na gtebokos¢ nalezy jasno
zilustrowac na odrebnym rysunku lub na warstwie

z obrysem badz osobnej warstwie, a takze okresli¢ po
ktorej stronie obwodu oraz na jakg gtebokosci majg
zostac¢ wykonane. W podobny sposéb nalezy okresli¢
wystepowanie metalizowanych krawedzi.
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Przygotowanie i nazewnictwo plikow warstw

Obrazy poszczegdlnych warstw powinny by¢ wygenerowane
w tej samej skali oraz bez wzajemnych przesuniec.
Upowszechnionym standardem jest utozenie warstw

w widoku od gornej strony obwodu. W uproszczeniu
oznacza to, ze wszelkie napisy umieszczone na warstwach
od strony elementow powinny byc¢ czytelne natomiast

tekst umieszczony od strony lutowania bedzie widoczny

w lustrzanym odbiciu.

Zalecane jest uzywanie takich nazw plikow
warstw i/lub ich rozszerzen, aby mozna

byto je jednoznacznie zinterpretowac.
Nomenklatura plikow zwykle jest
zdefiniowana w oprogramowaniu CAD PCB.

Wiekszos¢ tego typu aplikacji, poza plikami w formatach
Gerber i Excellon, generuje dodatkowy plik tekstowy (raport)
z listg wyeksportowanych plikow i opisem zastosowanego
formatu zapisu wspdtrzednych i jednostek.

W przypadku obwodow wielowarstwowych niezbedne
jest podanie informacji o kolejnosci utozenia warstw
wewnetrznych. Ich kolejnos¢ moze by¢ okreslona przez
numeracje bezposrednio na warstwach lub odpowiednie
nazewnictwo plikow (np.: *.L1,* L2, *L3, *L4, itd.).
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Customer
Shaped Service

Producent obwodow drukowanych
z ponad 35-letnim doswiadczeniem.

www.tspcb.pl
office@tspcb.pl
+48 58 34042 54



